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Abstract (en)
Heat-sealing method involves coating one substrate with an aqueous dispersion of a polymer of olefinically unsaturated monomers having a glass
transition temperature (Tg) < +50 degrees C (heat-sealing adhesive or lacquer) and bonding the coated substrate to a second substrate by pressing
at 80-250 degrees C. The novelty is that the heat sealing adhesive is a polymer dispersion to which a water-soluble or water-dispersible starch
degradation product is added as protective colloid at the start of or during dispersion polymerisation of the monomers. Also claimed is the use of
aqueous dispersions of this type as heat-sealing adhesives or lacquers.

Abstract (de)
In einem Verfahren zum Heißsiegeln von Substraten wie von Kartonagen, Metall- oder Kunststoffolien durch Beschichten eines Substrats
mit einer wässrigen Dispersion eines Polymerisats olefinisch ungesättigter Monomerer und Verpressen des beschichteten Substrats mit
einem zweiten zu verbindenden Substrat unter Erhitzen wird als Heißsiegelklebstoff oder -lack zum Beschichten eine Polymerisatdispersion
verwendet, der ein wasserlösliches oder wasserdispergierbares Stärkeabbauprodukt zugesetzt worden ist, und zwar zu Beginn oder während der
Dispersionspolymerisation der Monomeren. Das Verfahren eignet sich besonders zur Herstellung von Blisterpackungen.
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